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DESCRIPCION
Cuerpo de soporte para elementos de construccion o circuitos

La invencién se refiere a un cuerpo de soporte para elementos de construccion o circuitos eléctricos o electrénicos,
en la que el cuerpo de soporte no es, o casi no es, conductor eléctrico.

Segun el estado actual de la técnica para la evacuacién del calor de mdédulos en la electrénica de potencia se
construyen estructuras planas, las cuales conducen el calor que difunde una fuente calorifica (componente eléctrico
activo o pasivo), a través de numerosas capas intermedias (soldaduras, pastas conductoras, pegamentos,
metalizaciones) a un cuerpo de geometria sencilla, de forma homogénea, no conductor eléctrico (disco, sustrato
rectangular). Aunque la geometria de cada uno de los componentes sea sencilla, el conjunto de la estructura de
capas es complicado y requiere un empleo consecutivo de los mas distintos procedimientos afectados de defectos,
como pegar, prensar, atornillar y limitadamente también la soldadura. Cada limite de capa en este apilamiento
supone una barrera para la transmisién del calor y disminuye o bien la fiabilidad y/o la vida Gtil del médulo
(oxidacion, quemado, envejecimiento) o limita su rendimiento.

Cuerpo de soportes organicos o ceramicos de circuitos (cuerpo de soportes) con baja o insuficiente conductividad
térmica se tienen que montar de forma duradera y en unién cinematica de forma sobre un cuerpo de refrigeracion
metdlico, tomando medidas adicionales tales como capas aislantes interpuestas. Cuando aumentan las cargas
térmicas hay que evacuar de la pletina parte de las fuentes de calor y montarlas al modo clasico sobre un cuerpo de
refrigeracién metdlico y conectarlas eléctricamente con el cuerpo de soporte del circuito eléctrico.

El montaje de varios materiales diferentes es complejo y un compromiso cuando se tiene en cuenta la fiabilidad a
largo plazo. Un incremento de la densidad de carga solo es posible de forma limitada.

La conductividad térmica solo se puede aprovechar condicionalmente, ya que se trata de una construccion en planos
paralelos.

Tampoco es posible una conexién directa de cuerpos de refrigeracién conductores y una fuente de calor.

El documento EE.UU. 3,766,440, como documento mas cercano al estado actual de la técnica, describe un cuerpo
de soporte para elementos de construccion eléctricos o electrénicos o circuitos, en el cual el cuerpo de soporte no
es, 0 casi no es, conductor eléctrico, el cuerpo de soporte es de una pieza, esta provisto de elementos de
refrigeracion de evacuacion o aporte de calor, sobre la superficie del cuerpo de soporte se han dispuesto zonas de
metalizacién sinterizadas y el cuerpo de soporte es una pletina.

La invencidn tiene por objeto técnico mejorar un cuerpo de soporte conforme al documento EE.UU. 3,766,440 de tal
modo, que los maximos locales de temperatura que se forman en brevisimo tiempo a partir de los materiales
emisores de luz o de los elementos de construccién emisores de luz, por el funcionamiento de los mismos, se
puedan desmontar rapidamente, para que no ocurra ningun dafio por termochoque. En particular se debe mejorar la
resistencia a los cambios térmicos.

Conforme a la invencién se consigue este objetivo por las caracteristicas de la reivindicacion 1.

Puesto que con el cuerpo de soporte van unidos uno o varios materiales emisores de luz o uno o varios elementos
de construccion emisores de luz, asi como combinaciones de ellos, los maximos locales de temperatura que se
forman en brevisimo tiempo a partir de los materiales emisores de luz o de los elementos de construcciéon emisores
de luz por el funcionamiento de los mismos, se pueden desmontar rapidamente. De este modo no se produce dafio
alguno por termochoque. La resistencia a los cambios térmicos se ha mejorado.

Para la simplificacion del cuerpo de soporte, al mismo tiempo que la evacuacion de calor extremadamente mejorada,
el cuerpo de soporte se ha diseflado conforme a la invencion de una pieza con elementos de refrigeracion que
evacuen o aporten calor.

Conforme a la invencién el cuerpo de soporte es una pletina. Sobre el cuerpo de soporte estan dispuestas entonces
las pistas conductoras. Conforme a la invencion sobre la superficie del cuerpo de soporte estan dispuestas zonas de
metalizacién sinterizadas. Las pistas conductoras de la pletina pueden estar intimamente unidas con el cuerpo de
soporte, por ejemplo mediante un proceso térmico o las pistas conductoras metalicas pueden estar pegadas encima
o también encuentran empleo los pegamentos conductores. También se pueden utilizar combinaciones de distintos
tipos de pistas conductoras.

Los componentes tienen preferentemente un flujo de calor directo a los cuerpo de soportes o también a los
elementos de refrigeracion. Los componentes pueden estar unidos, por ejemplo, directamente o a través de una o
varias capas con el cuerpo de soporte.

Los conceptos, elementos de construccion y componentes, describen los mismos objetos.
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Preferentemente, los elementos de refrigeracién son taladros, canales, nervaduras y/o escotaduras, que pueden
admitir un medio refrigerante.

El medio calefactor o refrigerante puede ser un gas como, por ejemplo, aire o un liquido como, por ejemplo, agua o
aceite.

En una forma preferente el cuerpo de soporte consta de al menos un componente cerdmico o de un conjunto de
diferentes ceramicas. En sentido cristalografico los componentes ceramicos pueden ser monocristalinos o
policristalinos o se pueden presentar en una combinacién de estos.

Componentes ceramicos o ceramicas pueden ser, por ejemplo, 6xido de aluminio, 6xido de aluminio técnico, 6xido
de circonio, oxidos de circonio dopados de distintas formas, nitruro de aluminio, nitruro de silicio, 6xido de silicio,
ceramica de vidrio, ceramicas LTCC (low Temperature Cofired Ceramics, (ceramicas cocidas a alta temperatura)),
carburo de silicio, nitruro de boro, 6xido de boro.

Son de un significado especialmente interesante, 6xido de aluminio técnico del 96% con conductividades térmicas
de aproximadamente 24 W/mK, asi como 6xido de aluminio técnico al >99% con aproximadamente 28 W/mK,
nitruros de aluminio técnicos o puros con, por ejemplo, aproximadamente 180 W/mK, éxidos de aluminio reforzados
con 6xido de circonio con aproximadamente 24 W/mK, asi como ceramicas de vidrio con aproximadamente 2 W/mK.

Altas conductividades térmicas son de particular importancia técnica en aplicaciones como electronica de potencia,
LED de alta potencia, fusibles lentos para cargas elevadas, resistencias de potencia. Bajas conductividades térmicas
son de particular importancia técnica en resistencias rapidas para cargas elevadas, asi como para aplicaciones en
las que se tenga que garantizar una distribucién de temperaturas lo mas homogénea posible sobre una superficie (el
cuerpo de soporte). En este caso, se podrian mencionar, por ejemplo, estructuras de medicién termo analitica.

De manera conveniente los elementos de refrigeraciéon estan sinterizados con el cuerpo de soporte, por lo que se
simplifica la fabricaciéon y en muchos casos también se mejora con ello la durabilidad del conjunto.

En formas de ejecucion especiales el cuerpo de soporte se compone de un material compuesto, y el material
compuesto contiene materiales matriz no conductores eléctricos o casi no conductores eléctricos, con aditivos
conductores del calor.

Como materiales matriz se utilizan preferentemente resinas, polimeros o siliconas.

En una forma de ejecucién preferente los materiales compuestos son sistemas de varios componentes constituidos
por polimeros o siliconas mezclados con componentes ceramicos como, por ejemplo:

a) Polimeros con Al,O3

b) Polimeros con AIN

¢) Siliconas con Al,O3s/AIN

d) Siliconas y polimeros con ZrO,/Y,03

El cuerpo de soporte y/o el elemento de refrigeracion puede ser también un material compuesto de metal y/o
ceramica o una union de ceramica y metal.

En una forma de ejecucién el cuerpo de soporte y/o el elemento de refrigeracion estan construidos en capas
multiples.

De manera conveniente los elementos de construccion estan unidos con el cuerpo de soporte de forma conductora
de la electricidad y/o del calor. Elementos de construccion pueden ser, por ejemplo, cuerpos eléctrica o
electrénicamente activos o0 pasivos 0 cuerpos geométricos o combinaciones arbitrarias de los mismos.

En un perfeccionamiento de la invencion, al cuerpo de soporte o al elemento de refrigeracion puede estar unida al
menos una posibilidad de montaje.

A través de la posibilidad de montaje el cuerpo de soporte puede estar unido a otros cuerpo de soportes con o sin
elementos de construccién eléctricos o electrénicos o circuitos. La sujecion puede tener lugar por tornillos, bulones,
pinzas, pegamento, engastes, soldadura, soldadura blanda o por otros métodos de sujecion.

El cuerpo de soporte puede asumir la funcién de cuerpo de refrigeracién y a la inversa.

Preferentemente, los elementos de refrigeracién estan unidos formando una sola pieza con el cuerpo de soporte en
el mismo o cualquier tamafio y/o en la misma o en distintas direcciones espaciales.
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Los elementos de refrigeracién pueden llevar o presentar cualquier clase de estructuraciones de la superficie que
lleven consigo el efecto de la variacion de la superficie.

Ventajosamente, una o varias estructuraciones de la superficie 0 combinaciones de ellas estan dispuestas sobre uno
0 varios elementos de refrigeracién, por ejemplo asperizaciones, estrias, ondulaciones, aberturas en la superficie o
estructuras dendriticas o ramificadas.

Preferentemente, las estructuraciones de la superficie son, por ejemplo, las superficies planas o desiguales o
rugosas de los cuerpo de soportes o de los elementos de refrigeracién que con las superficies de los componentes a
montar, igualmente desiguales o planas o rugosas, estan unidas en particular en union cinematica de forma y/o de
manera duradera y/o temporalmente o en combinacién de estas. El tipo de unién puede ser, por ejemplo, soldadura
0 pegado.

En una forma de ejecucién especial los cuerpo de soportes o los elementos de refrigeracion tienen con los
elementos de construccién unién cinematica de forma en toda la superficie o en parte de la superficie. La unién
puede ser, por ejemplo, duradera o temporal o una combinacién de estas. Los elementos de construccién pueden
ser, por ejemplo, cuerpos eléctricos o electrénicos 0 activos 0 pasivos 0 cuerpos geométricos o cualquier
combinacién de ellos.

En una forma de ejecucién el cuerpo de soporte o los elementos de refrigeracion son planos o estan provistos de
escotaduras o de elevaciones, en cuyo caso éstos estan formados preferentemente de una sola pieza con el cuerpo
de soporte o el elemento de refrigeracion.

Ademas de esto, el cuerpo de soporte puede estar unido preferentemente a capas de metal >5 um, que se
depositan, por ejemplo, por medio del procedimiento DCB (Direct Copper Bonding (unién directa de cobre)) o del
procedimiento AMB (Active Metall Brazing (soldadura de metal activo)).

La construccion conforme a la invencién con componentes se encuentra, por ejemplo, en estado de reposo a
temperatura ambiente. Durante el funcionamiento se pueden producir entonces en un tiempo brevisimo maximos de
temperatura locales en el componente por el funcionamiento del mismo. Se produce un denominado termochoque
del entorno del componente. La construccion conforme a la invencion puede soportar este estado sin dafio propio. Si
este estado tiene lugar de forma cambiante, un denominado cambio térmico, transcurridos relativamente pocos
ciclos se produce en las construcciones habituales con, por ejemplo, pistas conductoras pegadas, por ejemplo
fenémenos de despegue de las pistas conductoras del cuerpo de soporte. La construcciéon conforme a la invencion
muestra una resistencia a los cambios térmicos claramente mejorada en comparacion con las construcciones
habituales.

En una forma desarrollada de la invencion sobre el cuerpo de soporte estan sujetos elementos de construccion
idénticos o distintos en la misma o en distinta orientacion espacial. La orientacién puede tener lugar, por ejemplo, por
diferentes cantidades de soldadura o por escotaduras o por elevaciones o por cualquier clase de combinaciones de
posibilidades de orientacion. Por ejemplo, en el caso de LEDs su disposicion y con ella el haz de la luz se puede
dirigir de este modo de manera sencilla.

El cuerpo de soporte o el elemento de refrigeracion conforme a la invencion se pueden emplear ventajosamente
como cuerpos de montaje.

En una forma de ejecucién de la invencion, unidos al cuerpo de soporte hay componente sensores. Los
componentes sensores pueden, por ejemplo, emitir sefiales de las cuales se pueden deducir magnitudes como
presion, temperatura, peso, etc.

En una forma de ejecucién de la invencion a partir de la deformacién parcial o total del cuerpo de soporte se derivan
sefiales sensoriales

Preferentemente, el cuerpo de soporte esta provisto parcialmente de zonas metélicas. Estas zonas pueden conectar
entre si, por ejemplo eléctricamente, la cara superior y la cara inferior del cuerpo de soporte.

Preferentemente, el cuerpo de soporte no crea casi potencial electroquimico alguno frente a otros materiales. De
este modo, por ejemplo en caso de un correspondiente acoplamiento, puede disminuir la corrosiéon del cuerpo de
soporte o del entorno de manera significativa.

En una ejecucion conforme a la invencién el cuerpo de soporte se utiliza como fuente de calor, haciendo que el calor
que se produce se transmita al medio a atemperar a través del cuerpo de soporte.

Preferentemente, el cuerpo de soporte tiene una distribucién de temperatura, controlada por medio de calor o frio
que se transmite al cuerpo de soporte 0 se aporta a través de los elementos de refrigeracion. Por ejemplo, de este
modo se pueden igualar de modo controlado las diferencias de temperatura del entorno.
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Preferentemente, sobre el cuerpo de soporte se han dispuesto sustancias que posibilitan procesos de unién. Por
ejemplo, se puede utilizar aqui un montaje de metalizacion W-Ni-Au (wolframio-niquel-oro), para hacer posible la
unién con hilo de oro. Las sustancias se pueden componer de uno o varios materiales que se han depositado sobre
el cuerpo de soporte mezclados o al menos en una sola capa. Las sustancias se pueden componer, por ejemplo, de
materiales como oro o de capas de varios materiales como cobre, niquel y oro o de mezclas de al menos dos
materiales distintos, como, por ejemplo, metales y/o aditivos, asi como capas del mismo o de distintos metales o
aditivos.

Conforme a la invencién estan unidas al cuerpo de soporte una o varias sustancias emisoras de luz o uno o varios
componentes emisores de luz o una combinacion de ellos. Por ejemplo, esto puede ser un semiconductor o una
carcasa con un semiconductor, tal como se utiliza en iluminaciones LED.

Preferentemente, al cuerpo de soporte estan unidos intima o mecanicamente por union cinematica de forma, en toda
0 en parte de su superficie, metales o capas de metal, que tienen la misma o distinta conductividad térmica que el
cuerpo de soporte. Los metales o las capas de metales pueden ser, por ejemplo, wolframio, plata, oro, cobre,
platino, niquel, de calidad pura o técnica, o0 mezclas de al menos dos metales distintos. Los metales o las capas de
metal pueden estar mezclados también, por ejemplo, con inductores de adherencia u otros aditivos como vidrios o
materiales poliméricos. Metales o capas de metal pueden ser también, por ejemplo, soldaduras por reaccion,
soldaduras blandas o soldaduras duras.

Hay que destacar especialmente, que en el caso de fuentes de calor puntuales hay que dispersar, es decir, repartir
el calor muy rapidamente por toda la superficie del cuerpo de soporte. De esta manera, un cuerpo de soporte con
relativamente baja conductividad térmica puede recibir el calor distribuido a través del metal en toda su superficie.
Asi, se puede conducir el calor a los elementos de refrigeracion. Puesto que el cuerpo de soporte es aislante
eléctrico el metal puede cumplir al mismo tiempo la funcién de conductividad eléctrica y conductividad térmica.

En una forma de ejecucién conforme a la invencién los metales o las capas de metal sobre los cuerpo de soportes
pueden tener distintas funciones. Asi, pueden tener la funcién de conductividad eléctrica y/o de conductividad
térmica o la funcion de una variacion del color de la superficie o de la dispersion térmica o de un inductor de
adherencia respecto a terceros materiales como, por ejemplo, soldar, pegar, asi como cualquier combinacion de
funciones de la misma o de distintas zonas de metal.

La ventaja esta en la adecuada capacidad de soportar corriente de las zonas de metal. Por lo tanto, éstas, por
ejemplo, no tienen que tener forzosamente las mismas alturas o espesores.

Por consiguiente, los metales estan unidos preferentemente en toda la superficie o en parte de la superficie en los
mismos o en diferentes grosores (alturas) con el cuerpo de soporte en idénticas o en distintas zonas de metal.

En otra forma de ejecucion conforme a la invencion, metales idénticos o diferentes en monocapa o en multicapas
con mismos o diferentes espesores (alturas) estan unidos con el cuerpo de soporte en toda la superficie o en parte
de la superficie.

En otra forma de ejecucién el cuerpo de soporte lleva la propia coloracion del o de los materiales utilizados en toda
la superficie o parte de la superficie, 0 zonas parciales del cuerpo de soporte estan coloreadas desviandose de la
propia coloracion. La aplicacion del color se puede producir de distintas maneras y por combinacién de tales
maneras:

El cuerpo de soporte a base de un éxido de aluminio técnico se puede proveer, por ejemplo durante el proceso de
produccion del mismo, de aditivos colorantes, de modo que como resultado de un tratamiento térmico la masa del
material esté coloreada totalmente y de forma mecanicamente inseparable.

El cuerpo de soporte, por ejemplo a base de un 6xido de circonio técnico, se puede proveer, después del proceso de
producciéon del mismo, por ejemplo superficialmente con aditivos colorantes, de modo que como resultado de un
tratamiento térmico la superficie de la masa del material esté coloreada totalmente. Segun la profundidad de
penetraciéon de la coloracion resultante la masa del material también puede mantener en su interior su propia
coloracion. El gradiente de la coloracion puede tomar las caracteristicas mas diversas.

El cuerpo de soporte, por ejemplo, a base de un nitruro de aluminio técnico se puede proveer de capas colorantes,
de modo que como resultado la masa de material del cuerpo de soporte no se coloree y la variacion de color se
produzca Unicamente a través de una o varias capas separables mecanicamente. Capas colorantes pueden ser, por
ejemplo, lacas, barnices, laminas adhesivas, metales, etc.

En otra forma de ejecucion el cuerpo de soporte esta unido con al menos otro cuerpo de soporte geométricamente
igual o desigual por medio de materiales de unién adecuados, en una especie de formacién tridimensional.

Los materiales de unién pueden ser de naturaleza monocapa o multicapas. Los materiales de unién pueden ser de
la misma o de distinta clase o se pueden utilizar también en combinacién con estructura monocapa o multicapas.
Como ejemplo se pueden mencionar como materiales de unién, pegamentos, metalizaciones, metales, metales que,
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por ejemplo, fueron unidos al cuerpo de soporte por procedimientos tales como DCB (Direct Copper Bonding) o AMB
(Active Metal Brazing). También se pueden utilizar, por ejemplo, soldaduras, soldaduras por reaccion, laminas
adhesivas por las dos caras, etc.

En una forma de ejecucién el cuerpo de soporte esta unido con una o varias sustancias emisoras de luz o con uno o
varios componentes emisores de luz, asi como con una combinacion de ellos y, al mismo tiempo, esta provisto de
conectores eléctricos normalizados o no normalizados. También se pueden utilizar combinaciones de los mismos o
de distintos conectores eléctricos. Preferentemente se utiliza una conexiébn mecanica al cuerpo de soporte,
adecuada al conector. Conectores eléctricos pueden ser, por ejemplo, portalamparas E27, E14, serie GU, serie G,
serie U, serie R, enchufe, enchufe de bayoneta, conector por presion, conector de tornillo, conector de enchufe, etc..
Conexiones mecanicas o combinacién de conexiones mecanicas pueden ser, por ejemplo, pegar, soldar, aprisionar,
remachar, embornar, etc.

En otra forma de ejecucion al menos un cuerpo de soporte esta unido con al menos otro cuerpo geométrico a través
de materiales de union adecuados, en una estructura de tipo tridimensional. Los materiales de unién pueden ser de
naturaleza monocapa o multicapas. Los materiales de unién pueden ser de la misma o de distinta clase o ser
utilizados también en combinacién con una estructura monocapa o multicapas. Al menos uno o varios cuerpo de
soportes iguales o diferentes se pueden disponer en cualquier lugar en la misma o en distintas orientaciones. A
modo de ejemplo se podrian mencionar materiales de unién tales como, pegamentos, metalizaciones, metales,
metales que, por ejemplo, estén unidos con el cuerpo de soporte por procedimientos como DCB (Direct Copper
Bonding) o AMB (Active Metal Brazing), soldaduras, soldaduras por reaccién, laminas adhesivas por las dos caras,
etc. Los cuerpos geomeétricos pueden ser, por ejemplo placas sobre las cuales se encuentran en distintas zonas al
menos uno o varios cuerpo de soportes iguales o diferentes.

El cuerpo de soporte pude ser parte componente de una carcasa de material sintético.

En otra forma de ejecucion, en un material matriz estdn embutidos al menos uno y/o distintos o idénticos cuerpo de
soportes orientados arbitrariamente o en el mismo sentido. La embuticion puede tener lugar, por ejemplo, por
fundicién inyectada o por fundicién a presion. Las propias masas de embuticién se deben seleccionar arbitraria y
adecuadamente a la funcién objetivo de cada caso. Los materiales sintéticos son adecuados preferentemente.

Conforme a la invencion, en el caso de un cuerpo de soporte se puede conseguir una variacion del transporte del
calor por modificacion del tamafio o de la coloracion, o del tamafio o la distribucién de las zonas metalizadas, o de la
geometria o la configuracion de los elementos de refrigeracion, o del nimero de elementos de refrigeracion o por
combinaciones de éstos. Si, por ejemplo, se cambia el disefio de los elementos de refrigeracion, en el caso de un
aporte de calor constante se puede modificar la temperatura absoluta en estado estacionario, respectivamente en
estado de equilibrio a través de la cesion o la admisién de energia térmica. Esto se puede llevar a cabo, por ejemplo,
afiadiendo o retirando o agrandando o empequefieciendo los elementos de refrigeracion de manera controlada. La
modificacién se puede llevar a cabo también modificando, por ejemplo el color. Asi la caracteristica de irradiacion de
un cuerpo negro es distinta que en el caso de un cuerpo blanco.

En una forma de ejecucion preferida, las superficies del cuerpo de soporte con respecto a las superficies de los
elementos de refrigeracion estan en una relacion de 1 a x, siendo x >= 1,1. De particular importancia técnica x es >=
1,8, puesto que por ello es mayor la cantidad de calor transportable.

Conforme a la invencion, sobre la superficie del cuerpo de soporte se han aplicado zonas de metalizacién
sinterizadas.

En una forma de ejecucion conforme a la invencion las zonas de metalizacion se componen de wolframio y estan
nigueladas quimicamente. En una ejecucion las zonas de metalizacién se han disefiado en forma de circulo.

En una ejecucion especial el cuerpo de soporte esta provisto de pistas conductoras, a través de las cuales se
pueden transportar tensiones eléctricas hasta el interior de la zona kV, sin que tenga lugar un flujo de tension
eléctrica por la masa del material del cuerpo de soporte. De interés técnico particular son las zonas eléctricas de
tension de 80 Volt a 600 Volt, asi como tensiones >> 2 k-Volt (2.000 Volt).

En una forma de ejecucion preferida el cuerpo de soporte no presenta ningun o solo un escaso efecto de pantalla
frente a campos eléctricos 0 magnéticos o electromagnéticos 0 a combinaciones de éstos y, por consiguiente, estos
campos también pueden atravesar el cuerpo de soporte.

En una ejecucion el cuerpo de soporte esta provisto predeterminadamente en toda o parte de la superficie de
materiales cuya funcién es la de crear zonas en las que aparezca un distinto efecto pantalla frente a campos
eléctricos 0 magnéticos o electromagnéticos o combinaciones de estos, en comparacion con el efecto pantalla del
material del cuerpo de soporte.

Preferentemente, por disposicién predeterminada de materiales adecuados como por ejemplo metales, se disponen
sobre el cuerpo de soporte zonas que en virtud de su geometria, por efectos inductivos o capacitivos o
combinaciones de éstos, estan en condiciones de recibir o emitir sefiales eléctricas o magnéticas o
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electormagnéticas. En el sentido mas amplio, las sefiales sirven para la transmisién sin cable de energia. La energia
puede transmitir conjuntamente, por ejemplo por modulacion, informaciones adicionales.

En una ejecucion conforme a la invencion, el cuerpo de soporte esta provisto con la funcionalidad de una
autoidentificacion inteligente. La autoidentificacion puede ser, por ejemplo, un logotipo 0 una marca o una banda
magnética con la correspondiente informacion o una unidad RFID o combinaciones de éstos.

En un ejemplo de ejecucién el cuerpo de soporte esta constituido por 6xido de aluminio técnico con un contenido
minimo de 6xido de aluminio de 89%. Las zonas de metalizacién son adecuadas, por ejemplo, para poder soldar
sobre ellas piezas de construccién y establecer con ello una unién intima. La union con, por ejemplo un LED habitual
en el comercio, se puede establecer a través de una unién por soldadura. La union por soldadura tiene al menos la
funcién de la unién mecanica de LED y cuerpo de soporte. Ademas, las zonas de metalizacion posibilitan el contacto
eléctrico de los LED, asi como el contacto térmico.

Con el ejemplo de una estructura de un cuerpo de soporte con zonas de metalizacion impresas y sinterizadas
(también secciones transversales de pistas conductoras) con una fuente de calor puntual soldada encima, por
ejemplo de un LED, la seccidn transversal de la pista conductora eléctrica técnicamente necesaria se puede elegir
de forma significativamente mayor de lo necesario, puesto que al mismo tiempo con la conduccién eléctrica a través
de las zonas de metalizacion y de las secciones transversales de las pistas conductoras también tiene lugar la
difusién de calor sobre una mayor superficie del cuerpo de soporte y, con ello, se reparte sobre los elementos de
refrigeracion. Frente a una zona de metalizacion y una seccion transversal de la pista conductora, eléctricamente
razonable y suficientemente mas pequefia, a través de las zonas de metalizacién y de las secciones transversales
de las pistas conductoras ampliadas, se puede distribuir en menos tiempo una mayor cantidad de calor sobre la
superficie del cuerpo de soporte y, desde alli, sobre los elementos de refrigeracion.

El cuerpo de soporte o el elemento de refrigeracion, en lo sucesivo denominado también cuerpo, puede estar
constituido preferentemente por al menos un componente ceramico o por un conjunto de diferentes ceramicas. Por
ejemplo se pueden citar 6xido de aluminio técnico al 80 — 99%, 6xido de aluminio, éxido de berilio, 6xido de circonio,
o6xido de circonio estabilizado, nitruro de aluminio, 6xido de aluminio reforzado con circonio, ceramica de vidrio o
ceramicas que se han formado por mezcladura de al menos dos ceramicas o aditivos diferentes. Ceramicas
monocristalinas pueden ser por ejemplo zafiros.

El cuerpo puede estar constituido también por un material compuesto. Se pueden utilizar materiales matriz, por
ejemplo resinas, polimeros o siliconas con sustancias aditivas. Las sustancias aditivas provocan una modificacion de
la conductividad térmica de los materiales matriz. Sistemas de mdltiples sustancias pueden ser preferentemente
polimeros con Al,Os, polimeros con AIN, siliconas con Al,O3/AIN.

El cuerpo puede ser rigido o flexible o una combinacién de rigido-flexible.
El cuerpo puede ser un material compuesto de metal — ceramica o un conjunto de cuerpo y metal.

El cuerpo puede estar constituido en forma pluricapa con pistas conductoras y piezas eléctricas constructivas
situadas en su interior tales como resistencias, bobinas, condensadores, etc., siendo también posibles conductoras
eléctricas entre las capas.

El cuerpo se puede emplear también como sustituto de un cuerpo de refrigeracion conductor de electricidad, aqui
especialmente cuando el entorno actda de forma corrosiva.

El cuerpo puede ser también al mismo tiempo una carcasa de montaje.
La utilizacién del cuerpo de soporte conforme a la invencion tiene las siguientes ventajas:
» reduccion de la multiplicidad de componentes
ampliacion de la multiplicidad de funciones
seguridad propia frente a una sobrecarga térmica
fiabilidad a largo plazo
evitacion de una mezcla desacertada TCE por utilizacion de los mas diferentes materiales
incremento de la capacidad por mejorada disipacién de calor
se eludié la dificultad de la disipacion directa de altas pérdidas de calor

se puede transmitir el principio basico a mdltiples aplicaciones

vV V VY VY V V V V

un auto-balance térmico inmanente del sistema
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» se elimina el desvio de montar la fuente de calor en una carcasa separada, la cual a su vez se puede
montar sobre el cuerpo

Las fuentes de calor pueden ser piezas de construccion eléctricas o electrénicas tales como, por ejemplo, elementos
de calefaccion, elementos Peltier, resistencias, semiconductores activos o pasivos.

El calor se puede generar conscientemente como funcion o puede aparecer como producto secundario al ejercer la
funcion.

Las fuentes de calor también pueden sufrir modificaciones de su funcionabilidad durante el funcionamiento por su
propio calor producido.

Las fuentes de calor se pueden unir directamente con el cuerpo, por ejemplo mediante una unién por soldadura.
IGBT

Segun su superficie los moédulos se dotan cada vez con mayores capacidades y la funcionabilidad duradera de estos
moddulos solo se puede garantizar por el montaje de cuerpos de refrigeracion.

Aqui, para la derivacion térmica se elige el cuerpo de soporte conforme a la invencion.
LED (Light emitting diode (diodos emisores de luz))

Con el estado actual de la técnica hasta ahora no es posible o solo de forma limitada conseguir las elevadas
luminancias exigidas. Los motivos son la mala administracion térmica ligada al estado de la técnica. Al ir
aumentando la luminancia aumenta la pérdida de calor. La pérdida de calor influye significativamente sobre la vida
Gtil y la constancia de color. Lo mismo es valido para las aplicaciones con diodos laser.

Conforme a la invencion, los semiconducrores se pueden montar directamente sobre una pletina o se pueden
encasillar previamente y montarlos después como pieza de construccion sobre le pletina. El circuito dispuesto sobre
la pletina se refrigera a su vez conforme a la invencién por los elementos de refrigeracién o el semiconductor se
provee directamente con un cuerpo de refrigeracion adicional. Por ejemplo, semiconductores pueden ser también
células solares, puesto que su pérdida de potencia disminuye al ir aumentando la temperatura. En este caso, el
propio semiconductor no produciria por el funcionamiento ningan calor que debiera ser eliminado, sino que aqui el
semiconductor se calienta por la parte de IR de la luz solar.

Controles

Segun el estado actual de la técnica, por ejemplo en el automdvil las fuentes de calor se separan del circuito y se
unen eléctricamente. También aqui se emplea la construccién con cuerpos de refrigeracion conductores de calor.

Corrosion de los cuerpos de refrigeracion

Bajo determinadas condiciones de empleo, en los cuerpos de refrigeracion conductores eléctricos se llega a la
corrosion de superficie. Las uniones de superficie que se forman por transformacion quimica modifican el paso del
medio de refrigeracion y pueden modificar también la superficie, por ejemplo por picaduras. Los cuerpo de soportes
de ceramica con elementos de refrigeracién integrados evitan este problema.

Elemento de calefaccion ceramico

Utilizacion para la estabilizacion térmica del propio cuerpo de refrigeracion, respectivamente del entorno directo o
indirecto.

Aplicacion Peltier

Los elementos Peltier tienen un lado caliente y uno frio. Dependiendo de la aplicacién el montaje debe considerarse
siempre en combinacién con un cuerpo de refrigeracién separado. Aqui se puede disponer el elemento Peltier
directamente sobre el cuerpo de refrigeracion eléctricamente aislante.

Equipo de sensores interno / superficial debido al r etroacoplamiento directo en el propio sistema

El propio cuerpo de refrigeracion puede contener equipos de sensores incorporados o montados / dispuestos sobre
una superficie. Por el acoplamiento directo al sistema son posibles funciones de proteccion autoregulables de las
fuentes de calor.

Montaje del cuerpo de refrigeracion

Puntos de montaje, almohadillas, cavidades, pernos de montaje

Refrigeracion activa y pasiva



10

15

20

25

30

35

40

45

50

ES 2536 154 T3

- Taladros
- Ventilador
- Costillas en el medio de refrigeracion diferente a aire

El estado actual de la técnica exige frecuentemente en el montaje de la pieza de construccion y el cuerpo de
refrigeracién también un tercer componente, una denominada lamina conductora de calor, la cual al mismo tiempo
debe ser también aislante eléctrico. Para que se pueda conseguir el deseado efecto disipador de calor el cuerpo de
refrigeracion y la pieza de montaje deben presentar superficies planas y plano paralelas para garantizar una unioén
cinematica de forma al 100%. Si, ademas, se afiade una lamina conductora de calor, también ésta debe presentar
una superficie plana y plano paralela. En el montaje de una estructura de este tipo se elige frecuentemente un
atornillamiento. Si entonces en el montaje o durante el funcionamiento se producen deformaciones en la estructura,
se puede perder parcialmente el contacto térmico. Con ello se pone en cuestién la funcionalidad y vida util de la
estructura.

Conforme a la invencion, por primera vez se plantea ahora la posibilidad de una unién por soldadura sobre los
cuerpos de refrigeracion eléctricamente aislantes, por lo que no se producen las desventajas del acoplamiento
térmico durante el proceso de soldadura, anteriormente descritas.

Estructura sandwich multicapas

Simples conexiones mecanicas del cuerpo de refrigeracién para el montaje de la propia unidad y para la conexién a
otros cuerpos de refrigeracion y/o a cuerpos ligados a funciones.

Pletinas autorefrigeradas

En el estado de la técnica, una pletina con insuficente administracion térmica se provee con un cuerpo de
refrigeracion eléctricamente conductor. En este caso, a la conexién térmica se ponen limites en cuanto a que ésta
debe ser de larga duracién. Factores limitantes son, por ejemplo, la modificacién temporal y geométrica del medio
eléctricamente aislante.

Las figuras 1 a 20 muestran formas de ejecucién del cuerpo de soporte 1 conforme a la invencion.

La figura 1 muestra por ejemplo un cuerpo de soporte 1 de una ceramica, con elementos de refrigeracion 7
formando una pieza, conformados como costillas. Sobre el cuerpo de soporte 1 se encuentra otro cuerpo de soporte
2 independiente. Los cuerpo de soportes 1 y 2 portan respectivamente capas 9 con contenido metalico, es decir
eléctricamente conductoras. La unién del cuerpo de soporte 2 sobre el cuerpo de soporte 1 se puede realizar
mediante una union por soldadura 14. Con ello puede tener lugar una disipacion de calor, respectivamente
enfriamiento del cuerpo de soporte 2 a través del cuerpo de soporte 1 en los elementos de refrigeracion 7. Al cuerpo
de soporte 2 se puede aplicar un LED 6¢c, conectando la placa de base 5 del LED 6¢c mediante una unién por
soldadura 14 con la capa con contenido metalico 9 del cuerpo de soporte 2. Los elementos de refrigeraciéon 7 estan
unidos por sinterizacion formando una pieza con el cuerpo de soporte 1. Los propios elementos de refrigeracion 7
pueden actuar también como cuerpo de soportes. También es ventajosa la combinacion de mas de dos cuerpo de
soportes.

La figura 2 muestra un cuerpo de soporte 1 de una ceramica, con elementos de refrigeracion 7 formando una pieza,
conformados como costillas. Sobre este cuerpo de soporte 1 se encuentra un chip 6a que esta en representacion del
lugar de una fuente de calor arbitraria. Este chip 6a esta unido a través de conducciones 8 con las capas 9
eléctricamente conductoras. El chip 6a puede estar unido directamente con el cuerpo de soporte 1 o, por ejemplo, a
través de una capa metdlica 10 soldable se puede unir sobre éste con la unién por soldadura 14. Con la referencia
6b se designa otro elemento de construccidn eléctrico o electrdnico, el cual, como el chip 6a, representa una fuente
de calor. El elemento de construccion 6b esta dispuesto en el elemento de refrigeracion 7 sobre una capa 9
eléctricamente conductora. Por lo tanto, el elemento de refrigeracion 7 asume también aqui, la funcién de un cuerpo
de soporte. Los elementos de refrigeracion 7 estan unidos por sinterizaciéon formando una pieza con el cuerpo de
soporte 1. También los demas elementos de refrigeracion 7 pueden actuar como cuerpo de soportes.

La augura 3 muestra, por ejemplo, la posibilidad de unir el cuerpo de soporte 1 y/o los elementos de refrigeracion 7
a través de una posibilidad de montaje, por ejemplo de un atornillamiento 11, con otros componentes, por ejemplo
con otro cuerpo de soporte o con un elemento de construccion sobrepuesto, a través de un pegamento 12 o de
parecidas posibilidades de sujecion. El atornillamiento 11 representa por lo tanto una posibilidad de montaje. Por lo
demas, el cuerpo de soporte 1 es casi idéntico al de la figura 2.

La figura 4 muestra, por ejemplo, las posibilidades de disposicién en el cuerpo de soporte 1 de elementos de
refrigeracion iguales o de diferente conformacion. En cuanto a su orientacién hacia la superficie del cuerpo de
soporte 1 los elementos de refrigeracién pueden estar dirigidos arbitrariamente de la misma manera o en
combinaciones con estas, en todas la direcciones del espacio. Aqui, un semiconductor 6d con una capa soldable 14
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esta unido con el cuerpo de soporte 1 a través de una capa 9 con contenido metalico, eléctricamente conductora. El
semiconductor 6d esta unido, ademas, por un cable 3 con la capa 9 de contenido metalico.

Las figuras 5a— 5d muestran diferentes posibilidades que pueden presentar las modificaciones de superficie. La
figura 5a muestra una modificacion de superficie por introduccion de cavidades y agujeros 4 en los elementos de
refrigeracion 7.

La figura 5b muestra una modificaciéon de superficie por introduccion de ranuras con cantos afilados 13 y/o al mismo
tiempo el perfil de espesores del elemento de refrigeracion 7.

La figura 5¢c muestra una modificacion de superficie por introduccion de ranuras onduladas 15 en los elementos de
refrigeracion 7.

La figura 5d muestra una modificacién de superficie por ramificaciones 16 de tipo rama en el elemento de
refrigeracion 7.

La figura 6 muestra una superficie aspera de forma irregular de un cuerpo de soporte 1, la cual estd unida a una
pieza de construccién 6 b. La pieza de construccién 6 b y el cuerpo de soporte 1 estan provistos de una capa de
metalizacién 51 soldable. La unién cinematica de forma total tiene lugar a través de una unién por soldadura 14.

La figura 7 muestra un cuerpo de soporte 1 sobre el que se ha dispuesto un elemento de construccién 6 b a través
de una union cinematica de forma 52 parcial. Entre la unién cinematica de forma 52 se encuentran zonas 53 sin
unién cinematica de forma.

La figura 8 muestra una escotadura 50 en el cuerpo de soporte 1, y la figura 9 un resalte 49 sobre un cuerpo de
soporte 1.

La figura 10 muestra un cuerpo de soporte 1 con elementos de refrigeracion 7. Sobre el cuerpo de soporte 1 se han
dispuesto, en diferente disposicion espacial, elementos de construccién 6 b a través de una unién por soldadura 14.
Por ejemplo, los elementos de construccién 6 b pueden ser LEDs que deben irradiar en diferentes direcciones.

La figura 11 muestra un cuerpo de soporte 1 con elementos de refrigeraciéon 7 unidos formando una pieza. El cuerpo
de soporte 1y los elementos de refrigeracion 7 estan constituidos por un material ceramico y los dos estan unidos
entre si formando una pieza por un proceso de sinterizacion, son por lo tanto una Unica pieza de construccion. Un
elemento de refrigeracion 7 a tiene seccion transversal en forma de escalera, otro elemento de refrigeracion 7 b
tiene seccion transversal en forma de pivote y otro elemento de refrigeracion tiene forma cuadrada. Los elementos
de refrigeracién 7 a y 7 b estan dispuestos en la cara inferior 21 del cuerpo de soporte 1. El elemento de
refrigeracion 7 c esta dispuesto lateralmente al cuerpo de soporte 1 y al elemento de refrigeracion 7. En la cara
superior 20 del cuerpo de soporte 1 hay dispuestas pistas conductoras 17. Por cara inferior 21 se designa la cara del
cuerpo de soporte 1 opuesta a la cara superior 20 del cuerpo de soporte 1. Sobre la cara superior 20 del cuerpo de
soporte 1 junto a las pistas conductoras 17, aqui representadas solo esquematicamente, se ha dispuesto por el
procedimiento DCB, con superficie totalmente plana, como un metal, cobre 18. Ademas, se ha dispuesto también un
metal 19 de forma parcialmente plana. Preferentemente, la conductividad térmica del metal 19 es aproximadamente
igual a la conductividad térmica del cuerpo de soporte 1 y/o de los elementos de refrigeracion 7. Por conductividad
térmica se entiende la relacion de Watt/mK. Naturalmente, la conductividad térmica del metal 19 también puede no
ser igual a la conductividad térmica del cuerpo de soporte 1 y/o de los elementos de refrigeracion 7.

La figura 12 muestra un cuerpo de soporte 1 con elementos de refrigeracion 7, como el que se muestra también en
la figura 11. Sobre la cara superior 20 se ha dispuesto una fuente de calor 22 sobre un metal 19. La fuente de calor
22 se controla a través de pistas conductoras 17. Las pistas conductoras 17 tienen la funcién de la conductividad
eléctrica y el metal 19 tiene la funcién de la distribucién térmica y de la conductividad eléctrica.

La figura 13 muestra un cuerpo de soporte 1 con elementos de refrigeracion 7, como el que se muestra también en
las figuras 11 y 12. Sobre la cara superior 20 del cuerpo de soporte 1 se han dispuesto metales 19, los cuales se
diferencian en su espesor 23, es decir altura. El metal 19 muestra un gradiente de espesores, es decir el grosor va
aumentando constantemente desde un lado al otro lado. Los metales 19 pueden estar unidos con el cuerpo de
soporte 1 sobre toda su superficie o sobre una parte de su superficie.

La figura 14 muestra un cuerpo de soporte 1 con elementos de refrigeraciéon 7, como el que se muestra también en
las figuras 11 a 13. Sobre la cara superior 20 se han dispuesto metales 19 en forma pluricapa. Se pueden depositar
tanto varias capas de un unico metal, como también varias capas de metales diferentes. Algunas capas pueden
presentar también una estructura 24.

La figura 15 a muestra un cuerpo de soporte 1 con elementos de refrigeracion 7, como el que se muestra también en
las figuras 11 a 13. El cuerpo de soporte 1 puede estar tefiido por completo (véase zona 48) o también pueden estar
tefiidas solo algunas zonas del cuerpo de soporte 1. La figura 15 b muestra un recorte del cuerpo de soporte 1 o del
elemento de refrigeracién 7 a lo largo de un borde de rotura x. Se puede apreciar una tincién completa homogénea.
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La figura 15 ¢ muestra una tincion, representada en forma de gradiente. Después de la preparacion del cuerpo de
soporte 1 con los elementos de refrigeracién 7 se deposita un aditivo colorante que después de un tratamiento
térmico tifie el material matriz.

La figura 15 d muestra un recorte del elemento de refrigeraciéon 7, en el que el material matriz no esta tefiido. En
cambio, se ha aplicado un recubrimiento de superficie, por ejemplo una laca. Con la referencia x se caracteriza en
todas las figuras el borde de rotura.

En las figuras 16 a'y 16 b se ha unido un cuerpo de soporte 1 con otro cuerpo de soporte 2. La unién puede ser de
muy diferente tipo y se orienta en funcién de las exigencias. Con la referencia 47 se caracterizan los materiales de
union. Los elementos de refrigeracién 7 en las figuras 16 a, b son costillas del tipo mas variado.

La figura 17 muestra un cuerpo de soporte 1 con elementos de refrigeracion 7, estando dispuesto sobre los
elementos de refrigeracion un portalamparas E27 46 a través de materiales de unién 47. Este portalamparas E27 46
sirve para recibir un medio de luz, por ejemplo una lampara incandescente. El portalamparas E27 46 sirve también
aqui en general para todas las conexiones eléctricas, enchufes o casquillos. Sobre la cara superior 20 hay dispuesto
un LED 6 c.

La figura 18 muestra una forma de ejecucidn conforme a la invencién en la cual un cuerpo de soporte 1 esta unido a
otro cuerpo de soporte 2 para formar una construccion de forma tridimensional . Con 47 se designa nuevamente el
material de unién. Sobre el otro cuerpo de soporte 2 esta dispuesto un cuerpo de soporte 3 ulterior. El cuerpo de
soporte 2 esta disefiado como cuerpo geomeétrico tridimensional.

Las figuras 19 a, b, c muestran un cuerpo de soporte el cual esta unido formando una sola pieza con los elementos
de refrigeracion 7. Toda la superficie del cuerpo de soporte 1 esta disefiada como una zona de metalizacion 41
sinterizada. La zona de metalizaciéon 41 se compone de wolframio y esta quimicamente niquelada. La figura 19 a
muestra el cuerpo de soporte 1 con los elementos de refrigeracién 7 en vista tridimensional y la figura 19 b muestra
una vista desde abajo hacia los elementos de refrigeracion 7. La figura 19 ¢ muestra una seccion transversal segin
la linea A-A de la figura 19 b.

El cuerpo de soporte 1 con los elementos de refrigeracion 7 presenta una longitud L de 50 mm y una anchura B de
25 mm. La altura H1 de los elementos de refrigeracion 7 es 10 mm y la altura H2 de todo el cuerpo de soporte 1 con
los elementos de refrigeracion 7 es 13 mm. Los elementos de refrigeracion 7 individuales presentan un grosor de 2
mm vy la distancia A de los elementos de refrigeracién 7 entre si es 2 mm. Los elementos de refrigeracion 7
individuales estan ligeramente redondeados por sus extremos.

En las figuras 20 a, b, ¢, d se muestra un cuerpo de soporte 1 con elementos de refrigeracion 7, el cual en relacion a
sus medidas es idéntico al cuerpo de soporte 1 de la figura 19. Sin embargo, aqui no toda la superficie del cuerpo de
soporte 1 esta disefiada como una zona de metalizacién sinterizada, sino que sélo se han dispuesto zonas aisladas
de metalizacion 41 de forma circular, constituidas por wolframio y que estan niqueladas quimicamente. La capa de
wolframio presenta un grosor de al menos 6 um y la capa de niquel, un grosor de al menos 2 um. Las zonas de
metalizacién 41 individuales tienen un didmetro de 5 mm. Este cuerpo de soporte 1 sirve por ejemplo para la
recepcion de LEDs.
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Reivindicaciones

1.

Cuerpo de soporte (1, 2) para elementos de construccion eléctricos o electrénicos (6a, 6b, 6¢, 6d) o circuitos, en
donde el cuerpo de soporte (1, 2) no es 0 casi no es conductor eléctrico, el cuerpo de soporte (1, 2) esta
provisto formando una pieza con elementos de refrigeracion (7) que aportan o evacuan calor, sobre la superficie
del cuerpo de soporte (1,2) se han dispuesto zonas de metalizacion (41) sinterizadas, y el cuerpo de soporte (1,
2) es una pletina, caracterizado porque con el cuerpo de soporte (1, 2) van unidos una o varias sustancias
emisoras de luz o uno o varios elementos de construccién emisores de luz (6a, 6b, 6¢, 6d), asi como
combinaciones de éstos.

Cuerpo de soporte segun la reivindicaciéon 1, caracterizado porque sobre el cuerpo de soporte (1, 2) las
sustancias o los elementos de construccién (6a, 6b, 6¢c, 6d) emisores de luz estan sujetos en la misma o
diferente direccién espacial.

Cuerpo de soporte segun la reivindicacion 1 o 2, caracterizado porque los elementos de construccion (6a, 6b,
6c¢,6d) emisores de luz son LEDs o LEDs encasillados.

Cuerpo de soporte segln una de las reivindicaciones 1 a 3, caracterizado porque las sustancias emisoras de luz
0 los elementos de construccion (6a, 6b, 6¢, 6d) emisores de luz estan provistos de conectores eléctricos
normalizados o no normalizados.

Cuerpo de soporte segun la reivindicacion 4, caracterizado porque los conectores eléctricos son portalamparas
tales como E27, E14, serie GU, serie G, serie U, serie R.

Cuerpo de soporte segln una de las reivindicaciones 1 a 5, caracterizado porque el cuerpo de soporte (1, 2)
esta embutido arbitrariamente o en el mismo sentido en un material matriz, preferentemente un material
sintético.

Cuerpo de soporte segin una de las reivindicaciones 1 a 6, caracterizado porque el cuerpo de soporte (1, 2) y
los elementos de refrigeracion (7) estan constituido por una ceramica.
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